
杨宇
应聘岗位：硬件工程师

2023.06~2023.08 无锡大金智能科技有限公司 质量检测工程师

 参与产品生产：协助完成产品的生产制造工作，熟悉生产工艺流程，了解电子产品从原材料到成品的转化过程，能够及

时发现并反馈生产中出现的问题,测试数据及质量，成品阶段需核对标签信息准确性，测试数据异常提出操作改进方案。

 协助品质检测：参与产品的品质检测环节，协助工程师对生产出的产品进行性能测试和故障排查，提升了对产品质量把

控的意识和能力,安全性和环境适应性等维度，提升产品良率降低客户投诉率。

 校单片机协会会长:每个星期会组织协会成员进行技术培训学习交流活动和实践项目，提升成员的专业技能和实践能力，

增强协会的凝聚力和影响力,获得校级“优秀社团”称号。

 院学习部部长:负责组织学院的学习活动，如学术讲座、学习经验分享会等，获得“优秀部门”称号。

 学习委员:协助老师开展教学工作,帮助同学们提高学习成绩，所在班级整体成绩在同专业中名列前茅 。

 EMC 检测检测管理员:负责 EMC 检测设备的日常管理和维护,确保检测工作的顺利进行和检测数据的准确性。

2023.09~2026.07 广东机电职业技术学院 集成电路技术

 专业课程：模拟电子技术、数字电子技术、PCB 设计、版图设计、FPGA 应用与开发、集成电路设计基础等课程。

 专业技能：熟练使用烙铁、示波器、信号发生器、热风枪、加热台、万用表等工具，掌握 Proteus、multisim、Keil uVision5、

Vivado 、嘉立创 EDA、Altium Designer 等软件。

 具备较强的学习能力和团队协作精神，能够快速适应新环境和新任务，在压力下高效完成工作。对集成电路行业充满热

情，期望能在相关岗位上不断学习和成长，为企业贡献自己的专业技能和创新思想，兴趣爱好喜欢看书和打球。
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 2023 年-2025 年集成电路应用开发技能大赛省级二等奖、

三等奖各一项

 2024 年第 17 届中国大学生计算机设计大赛省级一等奖

 2024 年评优评先奖学金

2024.10~2024.11 耳机放大电路项目

 项目中，电路主要分为输入级、放大级、音量控制、输出级和电源供应几个部分，我完成了电路仿真、整体焊接、单板

调试、报告撰写，实现功能需求。用直流稳压电路给其提供 12V 供电；NE5532 运放芯片搭配外围电路实现信号放大。

2025.03~2025.04 音频解码器电路板 pcb 绘制项目

 项目电路由输入接口，数字信号处理，数模转换器，模拟信号处理电路，输出接口和电源供应几部分组成，先放置

ATSAM3U1CA-AU,XC2C64A-5VQ44C 芯片等核心元件，按功能模块集中布局，缩短信号路径，底层覆铜填充为 GND。

需要用到差分线布线，阻抗控制，避免跨越分割区，音频模拟信号线采用单点接地，远离数字地线以减少串扰。

2025.04~2025.05 USB3.0 超高速扩展坞项目

 基于 VL812 的 USB3.0 5Gbps 高速扩展坞，项目由电源管理模块，主控芯片，接口连接器和辅助元件几部分组成，布

线使用的 100R 阻抗 , 线宽线距均为 8miI,需要用差分线，USB3 信号都在外层,主控芯 VL812 不需要外部固件运行，能

够有效扩展计算机或其他主机设备的连接能力的一个 4 层电路板。

 2023 年挑战杯二等奖

 2024 年机电工匠一等奖

 2025 年中国国际大学生创新大赛一等奖

 2025 年卓越杯三等奖


